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背面鈍化接觸實驗太陽電池半成品晶片規格
· 目的/用途說明：
· 在開發太陽能電池電性量測及模組可靠度與風洞驗證計畫，利用半成品晶片來驗證鈍化層與模組可靠度及風洞的對應關係，並進而得到最佳化的模組鈍化層製程條件。今因計畫需求，擬請購低反射太陽光電模組開發計畫-太陽能電池電性量測及模組可靠度與風洞驗證用背面鈍化接觸實驗太陽電池半成品晶片。
· 規格/功能需求：
· 背面鈍化接觸實驗太陽電池半成品晶片規格說明如下：
	需求
	TOPCon電池製作至網印前需求

	合計需求片數(pcs)
	800

	對應下圖製程步驟
	8


· [image: image1.png]1. SDE/texture/RCA clean/HF dip
2. BBr, diffusion

3. Single side etch (rear polish)
4. BSG remove

5. TO/n-poly/anneal

6. SiN, rear
—_—

7. ALD AIO, single side
—_—

8. SiN, front
—_—

9. metallization





· 檢測/驗收標準：
· 廠商須交付如上述規格及數量的電池半成品晶片
· 交貨期：115年10月16日前   

· 訓練：□有  (無
· 保固：□有  (無
· 廠商交付文件：□有  (無
· 工作環境及安全衛生注意事項：□有  (無
· 其他：□有  (無
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